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文

1. 緒　言

　電子機器の小型化と高機能化に伴い，プリント配線板も
高密度化が進んでいる。ソルダーレジスト (SR)では，高密
度化，狭ピッチ化による配線の微細化によって，信頼性，
特に，絶縁信頼性と耐冷熱衝撃性の要求性能が高まってい
る。
　半導体の発熱による温度変化により，熱サイクルが生じ
る。熱サイクルの際に，銅配線や基板と SRとの間に，線膨
張係数の違いによって応力が発生する。SRが発生する応力
に耐えうる素材でないと，SR上にクラックが生じ，これを
起因として銅配線が断線に至る場合がある。近年のプリン
ト配線板の高密度化によって，半導体チップ (＜10 ppm/°C)
との接点が増したことで，SR（60 ppm/°C程度）への負荷
が増加し，耐冷熱衝撃性の要求が高まっている。これまで
に，耐冷熱衝撃性を改良する方法として，応力緩和を高め
る方法が用いられている 1)。応力緩和に主鎖の緩和を用い
る方法では，Tgの低下によって，絶縁信頼性が悪化するこ
とが知られている 2)。そのため，高 Tgを維持して，応力緩
和を発現する方法として，エラストマーを用いることで相

分離構造を形成し，応力発生時にせん断帯を形成し，塑性
変形によるエネルギ散逸を利用することで，応力緩和する
方法が知られている 3)。しかし，耐冷熱衝撃性の要求性能
は，さらに高まり，さらなる技術開発が求められている。
本報では，高 γ 分散化構造の導入により，高 Tgを維持し，
低温での応力緩和を高めることで，絶縁信頼性と耐冷熱衝
撃性の両立を実現する SRについて紹介する。

2. 素材設計：耐冷熱衝撃性の考え方

　本項では，耐冷熱衝撃性の考え方について述べる。絶縁
信頼性の考え方については，文献 2)に詳しいため割愛する。
2.1	 クラック抑制の考え方

　まず，クラックの発生するメカニズムを説明する（表 1）。
破壊力学において，理想的な靭性破壊条件下でのクラック
とは，内部応力が発生した際に，亀裂進展に用いられる仕
事を界面自由エネルギに変換することで開放する現象であ
ると考えられている 4)。また，靭性は，表面自由エネルギ
と散逸するエネルギをあわせたエネルギ量に依存すると考
えられている 5)。
　次に，粘弾性体中の局所運動について，レオロジーの考
え方に基づいて説明する（図 2）。応力は，弾性率×歪みの
式で与えられる 6)。また，破壊試験の温度と歪み速度と，
tanδ の測定時の温度と周波数が一致するとき，tanδ は，弾
性ひずみとして残存する応力成分と熱運動で散逸する成分
の分配の比を示す 7)。適正な条件下での tanδ は，散逸する
エネルギの大きさを示す指標である。ポリカーボネートの
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図 1.　ソルダーレジストのイメージ図


